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ｐｒｏｃｅｓｓｂａｓｅｄｏｎｈｉｇｈｓｐｅｅｄｍｅｔａｌｐａｒｔｉｃｌｅｓｃｏｌｄｓｔａｔｅ
ｉｍｐａｃｔ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｅｃｈａｎｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，
２０１６，５２（３）：２０５－２１２．
ＤＯＩ：１０．３９０１／ＪＭＥ．２０１６．０３．２０５

［２］　ＦＡＬＯＬＡＢＤ， ＳＵＮＩ Ｉ Ｉ． Ｌｏｗ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｈｉｇｈｌｙａｃｔｉｖｅｅｌｅｍｅｎｔｓ［Ｊ］．
ＣｕｒｒｅｎｔＯｐｉｎｉｏｎｉｎＳｏｌｉｄＳｔａｔｅａｎｄＭａｔｅｒｉａｌｓＳｃｉｅｎｃｅ，
２０１５，１９（２）：７７－８４．
ＤＯＩ：１０．１０１６／ｊ．ｃｏｓｓｍｓ．２０１４．１１．００６

［３］　ＳＵＮＤＡＲＡＭＭＭ，ＫＡＭＡＲＡＪＡＢ，ＫＵＭＡＲＶＳ．
ＭａｓｋＬｅｓｓｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌａｄｄｉｔｉｖｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ：Ａ
ｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙｓｔｕｄｙ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＳｃｉｅｎｃｅ
ａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１４，１３７（２）：０２１００６．
ＤＯＩ：１０．１１１５／１．４０２９０２２

［４］　ＢＲＡＮＴＡＭ，ＳＵＮＤＡＲＡＭＭＭ，ＫＡＭＡＲＡＪＡＢ．

Ｆｉｎｉｔｅｅｌｅｍｅｎｔｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆｌｏｃａｌｉｚｅｄｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ
ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｆｏｒ ｍａｓｋｌｅｓｓ ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ ａｄｄｉｔｉｖｅ
ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇＳｃｉｅｎｃｅ
ａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１４，１３７（１）：０１１０１８．
ＤＯＩ：１０．１１１５／１．４０２８１９８

［５］　ＬＩＮＣＳ，ＬＥＥＣＹ，ＹＡＮＧＪＨ．Ｉｍｐｒｏｖｅｄｃｏｐｐｅｒ
ｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎｆａｂｒｉｃａｔｅｄｂｙｌｏｃａｌｉｚｅｄｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ
ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ［Ｊ］． ＥＬｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌａｎｄ ＳｏｌｉｄＳｔａｔｅ
Ｌｅｔｔｅｒｓ，２００５，８（９）：１２５－１２９．
ＤＯＩ：１０．１１４９／１．１９９９９１１

［６］　ＳＥＯＬＳＫ，ＫＩＭＤ，ＬＥＥＳ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｂａｓｅｄ３Ｄｐｒｉｎｔｉｎｇｏｆｍｅｔａｌｌｉｃｍｉｃｒｏａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅｓｗｉｔｈ
ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄｉｎｔｅｒｎａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ［Ｊ］．Ｓｍａｌｌ，２０１５，
１１（３２）：３８９６－３９０２．
ＤＯＩ：１０．１００２／ｓｍｌｌ．２０１５００１７７

［７］　ＨＩＲＴＬ，ＩＨＬＥＳ，ＰＡＮＺ，ｅｔａｌ．Ｔｅｍｐｌａｔｅｆｒｅｅ３Ｄ
ｍｉｃｒｏｐｒｉｎｔｉｎｇ ｏｆｍｅｔａｌｓ ｕｓｉｎｇ ａ ｆｏｒｃｅｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ
ｎａｎｏｐｉｐｅｔｔｅｆｏｒｌａｙｅｒｂｙｌａｙｅｒｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ［Ｊ］．
ＡｄｖａｎｃｅｄＭａｔｅｒｉａｌｓ，２０１６，２８（１２）：２３１１－２３１５．
ＤＯＩ：１０．１００２／ａｄｍａ．２０１５０４９６７

［８］　ＣＨＥＮＸ，ＬＩＵＸ，ＣＨＩＬＤＳＰ，ｅｔａｌ．Ａｌｏｗｃｏｓｔｄｅｓｋｔｏｐ
ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｍｅｔａｌ３Ｄｐｒｉｎｔｅｒ［Ｊ］．ＡｄｖａｎｃｅｄＭａｔｅｒｉａｌｓ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，２０１７，２（１０）：１７００１４８．
ＤＯＩ：１０．１００２／ａｄｍｔ．２０１７００１４８

［９］　ＳＣＨＵＳＴＥＲＲ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｉｎｇｗｉｔｈ
ｓｈｏｒｔｖｏｌｔａｇｅｐｕｌｓｅｓ［Ｊ］．Ｃｈｅｍｐｈｙｓｃｈｅｍ，２００７，８（１）：
３４－３９．
ＤＯＩ：１０．１００２／ｃｐｈｃ．２００６００４０１

［１０］ＳＵＲＹＡＶＡＮＳＨＩＡＰ，ＹＵＭＦ．Ｐｒｏｂｅｂａｓｅｄｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ
ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｏｆｆｒｅｅｓｔａｎｄｉｎｇＣｕｎａｎｏｗｉｒｅａｒｒａｙ［Ｊ］．
ＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓＬｅｔｔｅｒｓ，２００６，８８（８）：０８３１０３．
ＤＯＩ：１０．１０６３／１．２１７７５３８

［１１］ＷＡＮＧＦ，ＸＩＡＯＨ，ＨＥＨ．Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆａｐｐｌｉｅｄｐｏｔｅｎｔｉａｌ
ａｎｄｔｈｅｉｎｉｔｉａｌｇａｐｂｅｔｗｅｅｎｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓｏｎｌｏｃａｌｉｚｅｄ
ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｍｉｃｒｏｍｅｔｅｒｃｏｐｐｅｒｃｏｌｕｍｎｓ
［Ｊ］．ＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃＲｅｐｏｒｔｓ，２０１６，６：２６２７０．
ＤＯＩ：１０．１０３８／ｓｒｅｐ２６２７０

［１２］ＫＩＭＪＨ，ＣＨＡＮＧＷＳ，ＫＩＭＤ，ｅｔａｌ．３Ｄｐｒｉｎｔｉｎｇｏｆ
ｒｅｄｕｃｅｄｇｒａｐｈｅｎｅｏｘｉｄｅｎａｎｏｗｉｒｅｓ［Ｊ］．Ａｄｖａｎｃｅｄ
Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，２０１５，２７（１）：１５７－１６１．
ＤＯＩ：１０．１００２／ａｄｍａ．２０１４０４３８０

［１３］ＡＢＤＥＬＨＡＭＩＤＺ．Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇｔｈｅｔｈｒｏｗｉｎｇｐｏｗｅｒｏｆ
ｎｉｃｋｅｌｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇｂａｔｈｓ［Ｊ］．ＭａｔｅｒＣｈｅｍＰｈｙｓ，
１９９８，５３（３）：２３５－２３８．
ＤＯＩ：１０．１０１６／ｓ０２５４－０５８４（９７）０２０７０－１

［１４］ＳＨＡＩＬＥＮＤＡＲＳ， ＳＵＮＤＡＲＡＭ Ｍ． Ｍｏｄｅｌｉｎｇ ｏｆ
ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｈｅｉｇｈｔ ｉｎ ｌｏｃａｌｉｚｅｄ ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ
ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｕｓｉｎｇ ｌｉｑｕｉｄ ｍａｒｂｌｅｓ ［Ｊ］． Ｐｒｏｃｅｄｉａ
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ，２０１６，５（１）：１３２－１４３．
ＤＯＩ：１０．１０１６／ｊ．ｐｒｏｍｆｇ．２０１６．０８．０１３

［１５］ＬＩＮＪＣ，ＣＨＡＮＧＴＫ，ＹＡＮＧＪＨ，ｅｔａｌ．Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ
ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｆ ｍｉｃｒｏｍｅｔｅｒ ｃｏｐｐｅｒ
ｃｏｌｕｍｎｓｂｙｐｕｌｓｅｐｌａｔｉｎｇ［Ｊ］．ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｉｍｉｃａＡｃｔａ，
２０１０，５５（６）：１８８８－１８９４．
ＤＯＩ：１０．１０１６／ｊ．ｅｌｅｃｔａｃｔａ．２００９．１１．００２
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，２０２０，２８（６）：２９－３５．
ＤＯＩ：１０．１１９５１／ｊ．ｉｓｓｎ．１００５－０２９９．２０１９００８５
ＷＵＪｉａｎｈｕｉ，ＷＵＭｅｎｇｈｕａ，ＷＡＮＧＹｕａｎｇａｎｇ，ｅｔａｌ．Ｐｒｏｃｅｓｓｒｅｓｅａｒｃｈｏｎａｄｄｉｔｉｖｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇｏｆ３Ｄｍｅｔａｌｌｉｃｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｂｙ
ｍａｓｋｌｅｓｓｌｏｃａｌｉｚｅｄｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ［Ｊ］．ＭａｔｅｒｉａｌｓＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２０，２８（６）：２９－３５．ＤＯＩ：１０．１１９５１／ｊ．ｉｓｓｎ．
１００５－０２９９．２０１９００８５
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